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Abstract (en)
[origin: US4762653A] The invention relates to the preparation of especially metallic or semi-metallic bands or sheets, particularly with a
microcrystalline or amorphous structure. According to this process, an electrically conductive molten material is made to flow from a tank through a
nozzle, to form a strip of substantially rectangular cross-section, which is subsequently solidified. According to the invention, the form of the strip of
liquid material is stabilized, after it has been shaped and before solidification, as a result of a mechanical surface effect induced by an alternating
magnetic field.

Abstract (fr)
L'invention concerne l'élaboration de rubans ou tôles, notamment métalliques ou semi-métalliques, en particulier à structure microcristalline ou
amorphe. Selon ce procédé, on fait s'écouler à partir d'un réservoir, à travers une buse, un matériau en fusion électroconducteur, pour former une
lame de section droite sensiblement rectangulaire que l'on solidifie ensuite. Suivant l'invention, on stabilise la forme de la lame de matériau liquide,
après sa mise en forme et avant solidification, par un effet mécanique superficiel induit par un champ magnétique alternatif.
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